LEITERPLATTEN

Anders als Standard-Multilayer sind Aktive Multi
Layer so gefertigt, dass sie auf den Innenlagen
zusatzliche aktive und passive Bauelemente
aufnehmen konnen. Die entsprechenden Kom-
ponenten werden bereits beim Pressvorgang in
den Multilayer integriert: Das ist unkompliziert,

kostensparend und sicher.

EINSATZBEREICHE

USB-Schaltungen

... kdnnen komplett in die Leiterplatte integriert
werden und auf diese Weise das gesamte Gehduse
ersetzen. Anwendungsbeispiele daflr sind USB-
Controller, Bluetooth-Anwendungen, Dongles...

Sensorik

... kann vollstandig in die Leiterplatte integriert

und dadurch komplett verbaut werden. Sie bietet
der Elektronik dadurch perfekten Schutz. Beispie-
le daflr sind Fullstand- und Temperatursensoren.

AML®
AKTIVER MULTI LAYER

PASSGENAU, PLATZSPAREND, PATENTIERT

X-Ray Aufnahme einer Leiterplatte
mit eingebetteten Bauteilen

Kundenspezifische Bausteine

... kdnnen nach eigenen Standards hergestellt und
so auf anderen Schaltungen verwendet werden.
Metallisierte Halbbohrungen am Leiterplattenrand
sind neben andere Verbindungstechniken maoglich,
um diese auf Baugruppen zu kontaktieren.

Miniaturisierung

... bietet die Moglichkeit, mehrlagig Bauteile iber-
einander zu platzieren. Dadurch kannen Sie Ihre
Baugruppen wesentlich kompakter ausfihren.




TECHNISCHE DATEN ZUR AML®-TECHNIK

Die Fertigung Aktiver Multi Layer geschieht nach einem von uns patentierten Verfahren zur Einbettung aktiver und passiver Bauelemente.
In der Platine ist ihre Schaltung hermetisch umschlossen. Eine optionale Aulenmetallisierung bietet zusatzlich Schutz vor elektro-
magnetischen Storungen und dem Eindringen von Feuchtigkeit.

Bauteile fir AML®-Technik

Temperaturverteilung

Die Mehrzahl aktiver und passiver Bauelemente lasst sich in Aktiven Multi Layern ¥ ¥ Lonventionell:

integrieren. Dazu gehoren unter anderem: ¥ ¥  max. Temperatur 188,5 °C
= Microcontroller = Widerstande . AML®-Technik:
= Transistoren = Kondensatoren max. Temperatur 82,5 °C

» Resonatoren » LEDs

GRUNDSCHNITT

Lotstopplack Sackloch (Blind Via)  Bauteil auf AuBenlagen

Bauteil auf Innenlagen

Innenlage  Durchkontaktierungen

vergrabene Durchkontaktierung  Leiterbahnen / SMD-Pads  Bauteil auf AuBenlagen

VORTEILE

Bessere Warmeverteilung

Durch die vollstandige Einbettung der
Bauteile in die Leiterplatte findet eine
gleichmaBige Warmeverteilung statt.
Die Warme kann besser von den Bau-
teilen abgefuhrt werden und dadurch
verlangert sich die Lebensdauer.

Kombinationsmoglichkeit

Leiterplatten in AML®-Technik konnen
jederzeit mit anderen Techniken wie Starr-
Flex-Schaltungen kombiniert werden.

Beriihrungsschutz/Gehauseersatz

Integrierte Bauteile konnen bei Leiter-
platten das Gehause ersetzen. Als Ober-
flachenmaterial ist dabei das Aufbringen
verschiedener Schichten z. B. aus un-
terschiedlichen Edelmetallen moglich.

Schutz vor Nachbau
Durch das ,Verbergen" von Bauteilen wird
der Nachbau einer Schaltung erschwert.

Miniaturisierung

Die Grundflache einer Schaltung kann
durch mehrlagige Bestuckung reduziert
werden.

EMV-Schutz

Die Abschirmung gegen elektromagneti-
sche Strahlung wird erheblich verbessert
und kann durch eine Kantenmetallisierung
zusatzlich erhoht werden.

Kurze Signalwege

Die Integration der Blockkondensatoren,
z. B. unmittelbar unterhalb des Pro-
zessors, ermoglicht kirzest mogliche
Verbindungswege.

Schutz vor Umwelteinfliissen

Durch die hermetische Kapselung wird
die Baugruppe optimal vor Staub,
Feuchtigkeit, Chemikalien, Gasen und
anderen Fremdeinwirkungen geschitzt.
Durch Kantenmetallisierung kann die
Baugruppe sogar in fllissiger Umgebung
eingesetzt werden.

Vibration, StoR3 und Druck

Samtliche Bauteile auf der Platte sind
so fixiert, dass sie gegen physikalische
Einwirkungen unempfindlich sind. Das
ermoglicht beispielsweise auch den
Einsatz in stark vibrierenden Maschinen
oder in grolser Wassertiefe.

erzeugte Leistung: 6 Watt

SERVICE & LIEFERZEITEN

Als Spezialist fur Leiterplatten sind wir
in der Lage, auch hochst komplexe und
ungewohnliche Anforderungen bei der
Fertigung von Platinen und ihrer Kom-
ponenten zu erfillen. Ob Kleinserien
oder Sonderanfertigung, Prototypen oder
Muster: Stets verbinden wir qualitativ
hochwertige Arbeit mit kompetenter
Beratung bei der Umsetzung lhrer
individuellen Vorstellungen und Ideen.

Lieferzeiten Standard

= 7-10 Arbeitstage fir einseitige Leiter-
platten

= 10 Arbeitstage fur doppelseitige,
durchkontaktierte Leiterplatten und
MCPCBs

= 10 Arbeitstage fur Multilayer

= Leiterplatten in AML-Technik auf Anfrage

Lieferzeiten Eilservice

= 24 Stunden fur einseitige
Leiterplatten (Auftragseingang am
Morgen, Versand am selben Abend)

= 24 Stunden fur doppelseitige
Leiterplatten

= 2 Arbeitstage fur Multilayer

Hofmann Leiterplatten GmbH
Auerbacher StralBe 4

93057 Regensburg
Deutschland

Tel. +49(941) 60490 -0
Fax +49(941) 604 90 - 20

info@hofmannlp.de
www.hofmannlp.de
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